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(54) Bezeichnung: Hitzeaktivierbares und vernetzbares Klebeband fur die Verklebung von elektronischen Bauteilen 
und Leiterbahnen 

(57) Zusammenfassung: Hitzeaktivierbares Klebeband fur 
die Verklebung von elektronischen Bauteilen und Leiter- 
bahnen mit einer Klebemasse, die zumindest aus 

a) einem saure- oder saureanhydridmodifizierten Vinylaro- 
matenblockcopolymer und 

b) einem epoxidierten Vinylaromatenblockcopolymer 
besteht. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft eine hitzeaktivierbare Klebmasse mit geringem FlielJvermogen und ohne fluchti- 
ge Substanzen fur den Einsatz in elektroniscben Bauteilen und Leiterbahnen. 

[0002] Fur die Herstellung elektronischer Bauteile und insbesondere gedruckten Leiterbahnen (FPCB Flexib- 
le Printed Circuit Boards) werden heutzutage Klebebander eingesetzt, an die sehr hohe Anspruche gestellt 
werden. 

[0003] Flexible Printed Circuit Boards werden in einer Vielzahl von ejektronischen Geraten wie Handys, Ra- 
dios, Computern, Druckern und vielen anderen eingesetzt. Sie sind aufgebaut aus Schichten von Kupfer und 
einem hochschmelzenden widerstandsfahigen Thermoplasten meistens Polyimid, seltener Polyester. Fur die 
Herstellung dieser FPCBs werden besonders leistungsfahige Klebebander eingesetzt. Zum einen werden zur 
Herstellung der FPCBs die Kupferfolien mit den Polyimidfolien verklebt, zum anderen werden auch einzelne 
FPCBs miteinander verklebt, in diesem Fall findet eine Verklebung von Polyimid auf Polyimid statt. Daneben 
werden die FPCBs auch auf andere Substrate geklebt. 

Stand der Technik 

[0004] Da bei derartigen Verklebungen sehr hohe Verklebungsleistungen erreicht werden mussen, werden im 
Allgemeinen hitzeaktivierbare Klebebander eingesetzt, die bei hohen Temperaturen verarbeitet werden. Diese 
Klebebander durfen wahrend dieser hohen Temperaturbelastung bei der Verklebung der FPCBs, die haufig bei 
Temperaturen urn 200 °C stattfindet, keine fluchtigen Bestandteile abgeben, da diese ansonsten zur Blasen- 
bildung fuhren konnen. Urn eine hohe Kohasion zu erreichen, sollten die Klebebander wahrend dieser Tempe- 
raturbelastung vernetzen. Hohe Drucke wahrend des Verklebungsprozesses machen es notig, dass die Kle- 
bebander bei hohen Temperaturen nur eine geringe FlieRfahigkeit besitzen. Dieses wird durch hohe Viskositat 
des unvernetzten Klebebandes oder durch eine schnelle Vernetzung erreicht. Zudem mussen die Klebebander 
noch lotbadbestandig sein, das heifct, fur eine kurze Zeit eine Temperaturbelastung von 288 °C uberstehen. 

[0005] Aus diesem Grund ist der Einsatz von reinen Thermoplasten nicht sinnvoll, obwohl diese sehr leicht 
aufschmelzen, fur eine gute Benetzung derzu verkiebenden Substrate sorgen und zu einer sehr schnellen Ver- 
klebung innerhalb von wenigen Sekunden fuhren. Andererseits sind diese bei hohen Temperaturen so weich, 
dass sie bei Verklebung unter Druck zum Herausquellen aus der Klebfuge neigen. Damit ist auch keine Lot- 
badbestandigkeit gegeben. 

[0006] Oblicherweise werden fur vernetzbare Klebebander Epoxidharze oder Phenolharze eingesetzt, die mit 
bestimmten Hartern zu polymeren Netzwerken reagieren. In diesem speziellen Fall sind die Phenolharze nicht 
einsetzbar, da sie bei der Vernetzung Abspaltprodukte erzeugen, die freigesetzt werden und wahrend der Aus- 
ha'rtung oder spatestens im Lotbad zu einer Blasenbildung fuhren. 

[0007] Epoxidharze werden hauptsachlich in der Konstruktionsverklebung eingesetzt und ergeben nach der 
Aushartung mit entsprechenden Vernetzern sehr sprode Klebmassen, die zwar hohe Kiebfestigkeiten errei- 
chen, aber kaum flexibel sind. 

[0008] Eine Steigerung der Flexibilitat ist fur den Einsatz in FPCBs unumganglich. Zum einen soil die Verkle- 
bung mit Hilfe eines Klebebandes geschehen, das Idealerweise auf eine Rolle gewickelt ist, zum anderen han- 
delt es sich urn flexible Leiterbahnen, die auch gebogen werden mussen, gut zu erkennen am Beispiel der Lei- 
terbahnen in einem Laptop, bei dem der aufklappbare Bildschirm uber FPCBs mit den weiteren Schaltungen 
verbunden ist. 

[0009] Eine Flexibilisierung dieser Epoxidharzkleber ist auf zwei Arten moglich. Zum einen existieren mit Elas- 
tomerketten flexibilisierte Epoxidharze, die aber durch die sehr kurzen Elastomerketten nur eine begrenzte Fle- 
xibilisierung erfahren. Die andere Moglichkeit ist, die Flexibilisierung durch dieZugabe von Elastomeren zu er- 
reichen, die der Klebmasse zugegeben werden. Diese Variante hat den Nachteil, dass die Elastomere che- 
misch nicht vernetzt werden, wodurch nur solche Elastomere zum Einsatz kommen konnen, die bei hohen 
Temperaturen immer noch eine hohe Viskositat aufweisen. 

[0010] Da die Klebebander meistens aus Losung hergestellt werden, ist es haufig schwierig Elastomere zu 
finden. die lanakettia aenua sind. urn bei hohen TemDeraturen nicht zu flielien. andererseits aber nnch so kmv- 
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[0011] Eine Herstellung uber einen Hotmelt-Prozess ist bei vernetzenden Systemen nur sehr schwierig mog- 
lich, da eine friihzeitige Vernetzung wahrend des Herstellprozesses vermieden werden muss. 

[0012] Der Stand der Technik offenbart des Weiteren in der WO 00/01 782 A1 eine elektrisch leitfahige, ther- 
moplastische und hitzeaktivierbare Kiebstofffolie, enthaltend 

i) ein thermoplastisches Polymer mit einem Anteil von 30 bis 89,9 Gew.-%, 

ii) ein oder mehrere klebrigmachende Harze mit einem Anteil von 5 bis 50 Gew.-% und/oder 

iii) Epoxydharze mit Hartern, gegebenenfalls auch Beschleunigern, mit einem Anteil von 5 bis 40 Gew.-%, 

iv) versilberte Glaskugeln oder Silberpartikel mit einem Anteil von 0,1 bis 40 Gew.-%. 

[0013] Eine Weiterentwicklung ist aus der DE 198 53 805 A1 bekanntgeworden mit der elektrisch leitfahigen, 
thermoplastischen und hitzeaktivierbaren Kiebstofffolie, die enthalt 

i) ein thermoplastisches Polymer mit einem Anteil von zumindest 30 Gew.-%, 

ii) ein oder mehrere klebrigmachende Harze mit einem Anteil von 5 bis 50 Gew.-% und/oder 

iii) Epoxydharze mit Hartern, gegebenenfalls auch Beschleunigern, mit einem Anteil von 5 bis 40 Gew.-%, 

iv) metallisierte Partikel mit einem Anteil von 0,1 bis 40 Gew.-%, 

v) nur schwer oder nicht verformbare Spacerpartikel mit einem Anteil von 1 bis 10 Gew.-%, die bei der Ver- 
klebungstemperatur der Kiebstofffolie nicht schmelzen. 

[0014] Nach bevorzugten Ausfuhrungsformen handelt es sich bei den thermoplastischen Polymeren jeweils 
urn thermoplastische Polyolefine, Polyester, Polyurethane oder Polyamide oder modifizierte Kautschuke, wie 
insbesondere Nitrilkautschuke. 

Aufgabenstellung 

[001 5] Aufgabe der Erfindung ist es somit, ein Klebeband bereitzustellen, das hitzeaktivierbar ist, in der Hitze 
vernetzt, keine fluchtigen Bestandteile enthalt, eine geringe Viskositat in der Hitze besitzt, gute Haftung auf Po- 
lyimid zeigt und im unvernetzten Zustand loslich in organischen Losungsmitteln ist. 

[0016] Gelost wird diese Aufgabe uberraschend durch ein Klebeband, wie es in dem Hauptanspruch naher 
gekennzeichnet ist. Gegenstand der Unteranspriiche sind vorteiihafte Weiterentwicklungen des Erfindungsge- 
genstandes. 

[0017] Demgemafc ist Gegenstand der Erfindung ein Klebeband fur die Verklebung von elektronischen Bau- 
teilen und Leiterbahnen, umfassend eine Klebmasse, bestehend mindestens aus einem saure- oder saurean- 
hydridmodifizierten Vinylaromatenblockcopolymer und einem epoxidierten Vinylaromatenblockcopolymer. 

[001 8] Der allgemeine Ausdruck „Klebeband" umfasst im Sinne dieser Erfindung aile flachigen Gebilde wie in 
zwei Dimensionen ausgedehnte Folien oder Folienabschnitte, Bander mit ausgedehnter Lange und begrenzter 
Breite, Bandabschnitte, Stanzlinge und dergleichen. 

[0019] Vorteil der erfindungsgemafJen Klebemassen ist, dass es keine niedermolekularep Bestandteile gibt, 
die bei hoherTemperaturfiuchtig sind, und wahrend des Verklebens bei 200 °C oderspater bei der Lotbadbe- 
handlung zu Gasblasen fuhren, die die Verklebungsleistung negativ beeinflussen. Dadurch, dass zwei Elasto- 
mere miteinander vernetzen, ist keine Zugabe von weiteren niedermolekuiaren Vemetzern oder Hartern wie 
Epoxidharzen oder Aminen notig. 

[0020] Epoxidierte Blockcopolymere werden in US 5,478,885 A und US 5,229,464 A beschrieben. Hierbei 
handelt es sich nicht urn reine Vinylaromatenblockcopolymere. Zwar konnen in den Endblocken auch Vinyia- 
romaten eingebaut sein, aber auch in den aufieren Blocken wird zumindest ein Teil an nicht aromatischen Di- 
olefinen eingebaut. Die beschriebenen Blockcopolymere haben auch nur sehr kurze Blocke. 

[0021] Vernetzte Zusammensetzungen aus Epoxidharzen und epoxidmodifizierten Vinylaromatenblockcopo- 
lymeren werden in EP 0 658 603 A1 beschrieben. Allerdings werden diese nicht als Klebmassen eingesetzt, 
zudem findet keine Vernetzung mit einem saureanhydridmodifizierten Vinylaromatenblockcopolymer statt. 

[0022] Funktionalisierte Elastomere, auch mit Epoxiden funktionalisiert, werden in WO 98/22531 A1 beschrie- 
ben. Die funktionalisierten Elastomere enthalten keine Blockcopolymere. 
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oxidierten Vinylaromatenblockcopolymeren und Epoxidharzen auch fur den Gebrauch in elektronischen Bau- 
teilen, unter anderem auch als Klebmasse fur die Verklebung zweier elektronischer Bauteile. Hier ist der Ein- 
satz eines weiteren Epoxidharzes zwingend vorgeschrieben, au&erdem sind niedermolekulare Harter notig. 

[0024] Vernetzbare saureanhydridmodifizierte Blockcopolymere in Klebmassen werden in US 5,369,167 A, 
JP 57/149369 A1 und JP 58/017160 A1 beschrieben. Allerdings sind immer niedermolekulare Harze zuge- 
setzt, Klebebander sind nicht erwahnt. 

[0025] Als Elastomere finden in vorliegender Erfindung bevorzugt solche auf Basis von Blockcopolymeren 
enthaltend Polymerblocke uberwiegend gebildet von Vinylaromaten (A-BI6cke), bevorzugt Styrol, und solchen 
uberwiegend gebildet durch Polymerisation von 1 ,3-Dienen (B-BI6cke), bevorzugt Butadien und Isppren An- 
wendung. Sowohl Homoals auch Copolymerblocke sind erfindungsgemafj nutzbar. Resultierende Blockcopo- 
lymere konnen gleiche oder unterschiedliche B-BI6cke enthalten, die teilweise, selektiv oder vollstandig hy- 
driert sein konnen. Blockcopolymere konnen lineare A-B-A Struktur aufweisen. Einsetzbar sind ebenfalls 
Blockcopolymere von radialer Gestalt sowie sternformige und lineare Multiblockcopolymere. Als weitere Kom- 
ponenten konnen A-B Zweiblockcopolymere vorhanden sein. Samtliche der vorgenannten Polymere konnen 
alleine oder im Gemisch miteinander genutzt werden. 

[0026] Zumindest ein Teil der eingesetzten Blockcopolymere muss dabei saure- oder saureanhydridmodifi- 
ziert sein, wobei die Modifizierung hauptsachlich durch radikalische Pfropfcopolymerisation von ungesattigten 
Mono- und Polycarbonsauren oder -saureanhydriden, wie zum Beispiel Fumarsaure, Itaconsaure, Citracon- 
saure, Acrylsaure, Maleinsaureanhydrid, Itaconsaureanhydrid oder Citraconsaureanhydrid, bevorzugt Malein- 
saureanhydrid erfolgt. Bevorzugt liegt der Anteil an Saure beziehungsweise Saureanhydrid zwischen 0,5 und 
4 Gewichtsprozenten bezogen auf das gesamte Blockcopolymer. 

[0027] Kommerziell sind solche Blockcopolymere zum Beispiel unter dem Namen Kraton™ FG 1901 und Kra- 
ton™ FG 1924 der Firma Shell, beziehungsweise Tuftec™ M 1913 und Tuftec™ M 1943 der Firma Asahi er- 
haltlich. 

[0028] Zumindest ein weiteres Blockcopolymer muss epoxidiert vorliegen, wobei die Modifizierung durch oxi- 
dative Epoxidierung der Doppeibindungen im Weichblockanteil stattfindet. Bevorzugt liegt das Epoxidaquiva- 
lent zwischen 200 und 4000, besonders bevorzugt zwischen 500 und 2500. 

[0029] Kommerziell sind solche Blockcopolymere zum Beispiel unter dem Namen Epofriend™ A 1 005, A 1 01 0 
oder A 1 020 der Firma Daicel erhaltlich. 

[0030] Neben den schon genannten saure- oder saureanhydridmodifizierten Vinylaromatenblockcopolyme- 
ren konnen auch noch weitere Elastomere zugesetzt werden. Neben nicht modifizierteri Blockcopolymeren 
konnen unter anderem solche auf Basis reiner Kohienwasserstoffe, zum Beispiel ungesattigte Polydiene, wie 
naturliches oder synthetisch erzeugtes Polyisopren oder Polybutadien, chemisch im wesentlichen gesattigte 
Elastomere wie zum Beispiel gesattigte Ethylen-Propylen-Copolymere, a-Oiefincopolymere, Polyisobutylen, 
Butylkautschuk, Ethylen-Propylenkautschuk sowie chemisch funktionalisierte Kohienwasserstoffe wie zum 
.Beispiel halogenhaltige, acrylathaltige oder vinyletherhaltige Polyolefine, urn nur einige wenige zu nennen. 

[0031] Auch Elastomere mit Saure- oder Saureanhydridgruppen wie zum Beispiel Polyvinylmethylether-ma- 
leinsaureanhydrid-Copolymere, zum Beispiel zu beziehen unter dem Namen Gantrez™ 119, vertrieben Von der 
Firma ISP, sind einsetzbar. 

[0032] Gleiches gilt auch fur epoxidierte Elastomere. 

[0033] Urn die Adhasion zu erhohen, ist auch der Zusatz von mit dem Elastomerblock der Blockcopolymere 
vfertraglichen Klebharzen moglich, wobei darauf geachtet werden muss, dass diese Harze nicht fliichtig bei den 
entsprechenden Vernetzungstemperaturen sind. 

[0034] Als Klebrigmacher konnen in erfindungsgemaSen Haftklebemassen zum Beispiel nicht hydrierte, par- 
tiell- oder vollstandig hydrierte Harze auf Basis von Kolophonium und Kolophoniumderivaten, hydrierte Poly- 
merisate des Dicyclopentadiens, nicht hydrierte, partiell, selektiv oder vollstandig hydrierte Kohlenwasserstoff- 
harze auf Basis von C 5 -, C 5 /C 9 -oder C 9 -Monomerstr6men, Polyterpenharze auf Basis von a-Pinen und/oder 
B-Pinen und/oder 6-Limonen. hvdrierte Polvmerisate von bevorzuat reinen und C-Aromaten fiinn«spt7t 
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[0035] Als weitere Additive konnen typischerweise genutzt werden: 

- primare Antioxidanzien, Wie zum Beispiel sterisch gehinderte Phenole 

- sekundare Antioxidanzien, wie zum Beispiel Phosphite Oder Thioether 

- Prozessstabilisatoren, wie zum Beispiel C-Radikalfanger 

- Lichtschutzmittel, wie zum Beispiel UV-Absorber oder sterisch gehinderte Amine 

- Verarbeitungshilfsmittel 

- Endblockverstarkerharze 

- Fullstoffe, wie zum Beispiel Siliziumdioxid, Glas (gemahlen oder in Form von Kugeln), Aluminiumoxide, 
Zinkoxide, Calciumcarbonate, Titandioxide, Rufte, Metallpulver, etc. 

- Farbpigmente und Farbstoffe sowie optische Aufheller 

[0036] Vorteilhaft an diesen Systemen ist die sehr niedrige Erweichungstemperatur, die sieh aus dem Erwei- 
chungspunkt des Polystyrols in den Endblocken der Blockcopolymere ergibt. Da die Elastomere bei der Ver- 
netzungsreaktion in ein polymeres Netzwerk eingebunden werden und diese Reaktion bei den hohen Tempe- 
raturen von bis zu 200 °C, die ublicherweise fur die Verklebung von FPCBs verwendet werden, relativ schnell 
ist, kommt es nicht zu Austritten der Klebmasse aus der Klebfuge. Durch die Zugabe von so genannten Be- 
schleunigern kann die Reaktionsgeschwindigkeit weiter erhoht werden. Beschleuniger konnen zum Beispiel 
sein: 

- tertiare Amine, wie Benzyldimethylamin, Dimethylaminomethylphenol, Tris(dimethylaminomethyl)phenol 

- Bortrihalogenid-Amin-Komplexe 

- substituierte Imidazole 

- Triphenylphosphin 

[0037] Idealerweise werden die saure- beziehungsweise saureanhydridmodifizierten und epoxidierten Elas- 
tomere in einem Mengenverhaltnis eingesetzt, so dass der molare Anteil an Epoxidgruppen und Anhydridgrup- 
pen gerade aquivalent ist. Das Verhaltnis zwischen Anhydridgruppen und Epoxidgruppen kann,aber in weiten 
Bereichen variiert werden, dabei sollte fur eine ausreichende Vernetzung keine der beiden Gruppen in mehr 
als einem zehnfachen molaren Oberschuss vorliegen. 

[0038] Zur Herstellung des Klebebandes werden die Bestandteile der Klebmasse in einem geeigneten L6- 
sungsmittel, zum Beispiel Toluol oder Mischungen aus Benzin 60/90 und Aceton, gelost und auf ein flexibles 
Substrat, das mit einer Releaseschicht versehen ist, zum Beispiel einem Trennpapier oder einerTrennfolie be- 
schichtet und getrocknet, so dass die Masse von dem Substrat leicht wieder entfernt werden karin. Nach ent- 
sprechender Konfektionierung konnen Stanzlinge, Rollen oder sonstige Formkorper bei Raumtemperatur her- 
gestellt werden. Entsprechende Formkorper werden dann vorzugsweise bei erhohter Temperatur auf das zu 
verklebende Substrat, zum Beispiel Polyimid, aufgeklebt. 

[0039] Es ist auch moglich, die Klebmasse direkt auf einen Polyimidtrager zu beschichten. Solche Klebfolien 
konnen dann zur Abdeckung von Kupferleiterbahnen fur FPCBs eirigesetzt werden. 

[0040] Es ist nicht erforderlich, dass die Verklebung als einstufiges Verfahren erfolgt, sondern auf eines der 
beiden Substrate kann zunachst das Klebeband geheftet werden, indem man in der Warme laminiert. Beim 
eigentlichen HeilSklebeprozess mit dem zweiten Substrat (zweite Polyimidfolie oder Kupferfolie) hartet das 
Harz dann ganz oder teilweise aus, und die Klebstofffuge erreicht die hohe Verklebungsfestigkeit. 

[0041] Die Epoxidgruppen sollten vorzugsweise bei der Laminiertemperatur noch keine chemische Reaktion 
eingehen, sondern erst bei der HeiBverklebung mit den Saure- oder Saureanhydridgruppen reagieren. 

[0042] Fur spezielle Anwendungen konnen die Klebebander auch elektrisch leitend eingestellt werden, nach 
Methoden wie diese zum Beispiel in US 3,475,213 A, US 4,113,981 A, 4,606,962 A, US 5,300,340 A, WO 
00/01 782 A1 oder DE 1 98 53 805 A1 beschrieben sind. 

[0043] Auf den Inhalt dieser Schriften wird Bezug genommen und besagter Inhalt ist Teil dieser Offenbarung 
und Erfindung. 

Ausfuhrungsbeispiel 

[0044] Im Folgenden wird die Erfindung durch einige Beispiele naher beschrieben, ohne dabei die Erfindung 
in irgendeiner Weise zu beschranken. 
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Beispiel 1 

[0045] Eine Mischung aus 85 Gew.-% Kraton™ FG 1901 (maleinsaureanhydridmodifiziertes Styrol-Ethylen- 
butylen-Styrol-Bloqkcopolymer mit 30 Gew.-% Blockpolystyrol und ca. 2 Gew.-% Maleinsaureanhydrid) und 15 
Gew.-% Epofriend™ A 1 01 0 (epoxidiertes Styrol-Butadien-Styrol-Blockcopolymer mit 40 Gew.-% Blockpolysty- 
rol) werden in Toluol gel6st und aus Losung auf ein mit 1 ,5 g/m 2 silikonisiertes Trennpapier beschichtet und bei 
110 °C fur 15 min getrocknet. Die Dicke der Klebeschicht betragt 25 um. 

Vergleichsbeispiel 2 

[0046] Eine Mischung aus 80 Gew.-% Kraton™ G 1650 (nicht modifiziertes Styrol-Ethylenbutylen-Sty- 
rol-Blockcopolymer analog Kraton™ FG 1901), 15 Gew.-% Epofriend™ A 1010 (epoxidiertes Styrol-Butadi- 
en-Styrol-Blockcopolymer mit 40 Gew.-% Blockpolystyrol) und 5 Gew.-% Maleinsaureanhydrid werden in To- 
luol gelost und aus Losung auf ein mit 1,5 g/m 2 silikonisiertes Trennpapier beschichtet und bei 110 °C fur 15 
min getrocknet. Die Dickeder Klebeschicht betragt 25 pm 

Vergleichsbeispiel 3 

[0047] Eine Mischung aus 85 Gew.-% Kraton™ FG 1901 (maleinsaureanhydridmodifiziert.es Styrol-Ethylen- 
butylen-Styrol-Blockcopolymer mit 30 Gew.-% Blockpolystyrol und ca: 2 Gew.-% Maleinsaureanhydrid) und 12 
Gew.-% Kraton™ D 1102 (Styrol-Butadien-Styrol-Blockcopolymer mit 30 Gew.-% Blockpolystyrol) und 3 
Gew.-% Bakelite EPR™ 161 (Epoxidharz) werden in Toluol gelost und aus Losung auf ein mit 1,5 g/m 2 siliko- 
nisiertes Trennpapier beschichtet und bei 110 °C fur 15 min getrocknet. Die Dicke der Klebeschicht betragt 
ebenfalls 25 urn. 

Verklebung von FPCBs mit dem hergestellten Klebeband 

[0048] Zwei FPCBs wurden jeweils mit den nach den Beispielen 1 bis 3 hergestellten Kiebebandern verklebt. 
Dazu wurde das Klebeband auf die Polyimidfolie des FPCB-Laminats aus Polyimid/Kupferfolie bei 100 °C auf- 
laminiert. AnschlieBend wurde eine zweite Polyimidfolie eines weiteren FPCBs auf das Klebeband geklebt und 
derganze Verbund in einer beheizbaren Burklepresse bei 200 °C bei einem Druck von 1 ,3 MPa fur eine Stunde 
verpresst. 

Prufmethoden 

[0049] Die Eigenschaften der nach den oben genannten Beispielen hergestellten Klebstofffolien wurden mit 
folgenden Testmethoden untersucht. 

T-Peel Test mit FPCB 

[0050] Mit einer Zugprufmaschine der Firma Zwick wurden die nach dem oben beschriebenen Verfahren her- 
gestellten Verbunde aus FPCB/Klebeband/FPCB im 180° Winkel mit einer Geschwindigkeit von 50 mm/min 
auseinandergezogen und die benotigte Kraft in N/cm gemessen. Die Messungen wurden bei 20 °C und 50 % 
rel. Feuchte durchgefuhrt. Jeder Messwert wurde dreifach bestimmt. 

Temperaturbestandigkeit 

[0051] Analog zum beschriebenen T-Peel Test wurden die nach dem oben beschriebenen Verfahren herge- 
stellten FPCB-Verbunde so aufgehangt, dass die eine Seite des Verbundes aufgehangt wurde, an der anderen 
Seite wurde ein Gewicht von 500 g befestigt. Der statische Schaltestfindet bei 70 °C start. Gemessen wird der 
statische Schaiweg in mm/h. 

Lotbadbestandigkeit 

[0052] Die nach dem oben beschriebenen Verfahren verklebten FPCB-Verbunde wurden fur 1 0 Sekunden auf 
ein 288 °C heiBes Lotbad gelegt. Die Verklebung wurde als iotbadbestandig gewertet, wenn sich keine Luft- 
blasen bildeten, welche die Polyimidfolie des FPCBs aufblahen lielien. Der Test wurde als nicht bestanden ge- 
wertet, wenn bereits eine leichte Blasenbildung eintrat. 



DE 10 2004 031 189 A1 2006.01.19 



Ergebnisse: 

{0053] Zur klebtechnischen Beurteilung der oben genanten Beispiele. wurde zunachst der T-Peel Test durch- 
gefiihrt. 

[0054] Die Ergebnisse sind Tabelle 1 zu entnehmen. 

Tabelle 1 

T-Peel Test [N/cm] 
BeispieM 11.4 
Beispiel 2 3,5 
Beispiel 3 7,2 

[0055] Wie zu erkennen ist, konnte in dem Beispiel 1 eine sehr viel hohere Klebleistung erzielt werden, als in 
den beiden Vergleichsbeispielen, bei denen nur ein Teil der Elastomere vernetzt wird. 

[0056] Die Temperaturbestandigkeit der Klebebander wurde mit dem statischen Peel-Test gemessen, dessen 
Werte in Tabelle 2 zu finden sind. 



Statischer T-Peel Test bei 70 °C [mm/h] 
BeispieM 1.3 
Beispiel 2 32 
Beispiel 3 15 

[0057] Die Temperaturbestandigkeit der Beispiele 1 und 3 ist sehr ahnlich, wahrend bei demzweiten Beispiel 
mit einer grolJen Menge an riicht vernetzendem Elastomer die Temperaturbestandigkeit deutlich sinkt. 

[0058] Der Lotbadtest wurde von alien 3 Beispielen bestanden. 

Patentanspruche 

1.. Hitzeaktivierbares Klebeband fur die Verklebung von elektronischen Bauteilen und Leiterbahnen mit ei- 
ner Klebmasse, die.zumindest aus 

a) einem saure- oder saureanhydridmodifizierten Vinylaromatenblockcopolymer und 

b) einem epoxidierten Vinylaromatenblockcopolymer besteht. 

2. Hitzeaktivierbares Klebeband nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei den Vinyla- 
romatenblockcopolymeren urn Styrolblockcopolymere handelt. 

3. Hitzeaktivierbares Klebeband Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest e'mes der 
Blockcopolymere im Weichblock hydriert ist. 

4. Hitzeaktivierbares Klebeband nach zumindest einem der AnsprQche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Klebemasse klebrigmachende Harze, Beschleuniger, Farbstoffe, Ruli und/oder Metallpulver enthalt. 

5. Hitzeaktivierbares Klebeband nach zumindest einem der vorigen AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Klebmasse bei Temperaturen iiber 150 °C vernetzt. 

6. Hitzeaktivierbares Klebeband nach Zumindest einem der vorigen AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Klebmasse weitere Elastomere wie solche auf Basis reiner Kohlenwasserstoffe, chemisch im wesent- 
lichen gesattigte Elastomere sowie chemisch funktionalisierte Kohlenwasserstoffe enthalt. 

7. Verwendung eines hitzeaktiyierbaren Klebebands nach zumindest einem der vorigen AnsprQche zur 
Verklebung von Kunststoffteilen. 

8. Verwendung eines hitzeaktivierbaren Klebebands nach zumindest einem der vorigen AnsprQche zur 
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rbaren Klebebands nach zuminde 

Es folgt kein Blatt Zeichnungen 



9. Verwendung eines hitzeaktivierbaren Klebebands nach zumindest einem der vorigen Anspruche zur 
Verklebung auf Polyimid. 



